Title (en)
Device and method for coating a even substrate

Title (de)
Vorrichtung und Verfahren zum Beschichten eines ebenen Substrates

Title (fr)
Dispositif et procédé de revétement d'un substrat plan

Publication
EP 1010473 A2 20000621 (DE)

Application
EP 99811153 A 19991213

Priority
CH 249698 A 19981217

Abstract (en)
The arrangement has a coating module (2) with a capillary column filled with a liquid coating medium and with an opening past which the surface to
be coated is moved at a relatively small distance so that a coating is deposited onto the surface. The capillary column is open at the bottom and is
filled with coating medium via a supply chamber (25,27). The substrate (23) is passed beneath the opening of the column with the surface (23a) to
be coated facing upwards. An Independent claim is also included for a method of coating a flat substrate.

Abstract (de)
Die Vorrichtung weist ein Beschichtungsmodul mit einem Kapillarspalt (8) auf. Der Kapillarspalt (8) ist mit einem flussigen Beschichtungsmedium
(28) gefillt und weist eine Offnung (9) auf. Eine zu beschichtende Oberflache (23a) des Substrates (23) ist in vergleichsweise kleinem Abstand
am Kapillarspalt (8) vorbeizufiihren, so dass sich eine Schicht (43) auf der genannten Oberflache (23a) abscheidet. Der Kapillarspalt (8) ist
unten offen und tiber einen Versorgungsraum (25, 27) mit Beschichtungsmedium (28a) gefiillt. Das Substrat (23) wird unter der Offnung (9)
des Kapillarspaltes (8) mit der zu beschichtenden Oberflache (23a) nach oben vorbeigefihrt. Mittels einer Zufihrvorrichtung (25) wird dem
Kapillarspalt (28) tber eine Offnung (11) des Beschichtungsmoduls (2) Beschichtungsmittel (28) nachlieferbar. Die Vorrichtung ermdglicht eine hohe
Beschichtungsgeschwindigkeit bei geringerem Lackverbrauch. <IMAGE>
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